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１．概要（Summary） 

光半導体用パッケージの開発における、シリコンミラー

形成方法や、低熱抵抗化が可能なシリコン基板の形状に

ついて、東北大学ナノテク融合技術支援センターへ技術

相談を行った。 

その結果、シリコン基板の形状について、凹凸形状を

有するシリコン薄化ウェハでは、プロセス中のウェハ割れリ

スクが高いため、フラットなウェハを使用するほうがよいと

のアドバイスを受け、これに基づく形で、基本設計見直し

を行うことにした。 

 

２．実験（Experimental） 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 


